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１．概要（Summary） 

ペンデル干渉縞を用いて、ある種の単結晶中に存在す

る結晶内電場を測定する実験を行っている。動力学的回

折では結晶の完全性が重要であり、その評価と改良を行

う必要がある。シリコン単結晶による中性子のペンデル干

渉縞を観測することは成功しているが、そのコントラストは

16%程度であり、まだ十分とは言えない[1]。結晶のアニ

ール処理によって結晶の完全性が改善される報告がある。

そこで、アニール処理によるコントラスト改善の可能性を確

認するために、ペンデル干渉縞を観測したシリコン単結晶

を３分割する。結晶へのダメージと加工精度の観点からダ

イシングソーによる切削を考えた。課題は厚さ 2.8mm の

カットを行うことである。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ダイシングソー装置 

【実験方法】 

対象シリコン板のサイズは 50mmx50mmx2.8mm厚のも

のと 50mmx40mmx2.0mm 厚の２種類である。厚さ

2.8mm に対応するため使用するブレードは外径 58mm

の B1A801SD2000N50M42 を選定した。フランジ外径

49.4mm に対して刃先出し量が 4.8mm となり、厚さ

2.8mm に対応可能である。ブレードのドレッシングはドレ

ッシングボード GC2000 を用いて以下の条件で実施し

た。 

スピンドル：30krpm 

スピード：10mm/sec 

ブレードハイト：0.7100 

インデックス：0.5000 

本数：５本 

ダイシングは一本のカットラインを 5 パスでカットできるよう

に行った。厚さ 2mmのシリコン結晶板をカットした時の設

定条件を Table1.に示す。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

厚さ2.8mmの結晶板をカットした写真をFig.1に示す。 
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